


























































































































专利名称(译) 含噻吩的三芳胺化合物

公开(公告)号 US20190165278A1 公开(公告)日 2019-05-30

申请号 US16/199291 申请日 2018-11-26

[标]申请(专利权)人(译) 夏传军

申请(专利权)人(译) 夏，川军

当前申请(专利权)人(译) 夏，川军

[标]发明人 XIA CHUANJUN

发明人 XIA, CHUANJUN

IPC分类号 H01L51/00 C07D495/04

CPC分类号 H01L51/0061 C07D495/04 H01L51/006 H01L51/5056 H01L51/5088 H01L51/0071 H01L51/0052 
H01L51/506

优先权 62/591163 2017-11-27 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了含噻吩的三芳胺化合物。所述化合物具有三芳基胺的结构，并连
接特定的含噻吩基团。该化合物可用作电致发光器件中的空穴传输材
料，空穴注入材料等。与现有的空穴传输材料，空穴注入材料相比，这
些新型化合物还可以提供优异的器件性能。还公开了电致发光器件和包
含这些化合物的制剂。
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